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セミナー
レポート

表面技術協会・将来めっき技術検討部会 例会レポート
「変化する半導体産業と実装技術」（後編）
メタバース革命の時代到来が
全世界の常識を変えてしまう！
－半導体、パッケージ、実装基板は爆裂成長の予感－
株式会社 産業タイムズ社 泉谷 渉 氏

チップレット、現状と課題
ニシダエレクトロニクス実装技術支援　西田 秀行 氏

連載
ものづくり白書2022 
概説シリーズ vol.13
企業ミュージアム探訪 vol.21


